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Samtec 付運具有 28 Gbps NRZ 性能的 2 毫米超低疊層高度印刷電路板 (PCB) 對電路板 (B2B) 連接器

印第安納州新奧爾巴尼：Samtec 宣佈推出 SLH/TLH 系列印刷電路板 (PCB) 對電路板 (B2B) 連接器，該系列連接器的超低配接疊層高度低至 2 毫米（0.078 英吋），並支援 28 Gbps NRZ 性能。SLH/TLH PCB 板對板連接器是 Samtec 超微系列產品的一員，可最大限度地利用整體空間，並在汽車、工業物聯網、機器人、軍事和航空航天等高資料速率的惡劣環境中提供可靠的連接。
 
節省空間
為了節省整體空間，除了極低的 2 毫米疊層高度外，SLH/TLH 板對板配接連接器組的寬度僅為 4.70 毫米（0.185 英吋），長度僅為 9 毫米（0.356 英吋），共有 20 個位置。若採用長度稍長、總引腳數為 40 或 60 的連接器，可實現更高密度的信號佈線。該堆疊式板對板連接器採用微型刀片和橫樑接觸系統（該系統的一側為刀片，另一側為橫樑，間距超細，僅為 0.50 毫米（0.0197 英吋）），可實現高引腳密度。

易於加工
透過拾放式聚醯亞胺薄膜墊，真空機可以將表面貼裝技術 (SMT) 板對板連接器提升並放置到印刷電路板上，從而實現在印刷電路板上的精確放置。Samtec 還在 samtec.com 上提供支援文檔，確保超微互連器件能夠輕鬆遵守嚴格的加工公差。有關應用特定問題，請發送電郵至 IPG@samtec.com，聯絡 Samtec 互連加工部。

SLH/TLH 超微 2 毫米疊層高度板對板 PCB 連接器有現貨供應，客戶可直接從 Samtec 或透過獲授權經銷商購買。有關 Samtec 超微系列產品的概覽，請下載超微互連產品手冊或訪問 samtec.com/ultra-micro。


-----------------------------
關於 Samtec, Inc. 
Samtec 成立於 1976 年，是一家私人控股的全球製造商，市值 10 億美元。該公司提供廣泛的電子互連解決方案，包括高速板對板、高速電纜、中板和面板光學器件、精密射頻、柔性堆疊以及微型/堅固元件和電纜。Samtec 技術中心致力於開發和推進技術、戰略和產品，以優化從裸芯片到 100 米外接口以及兩者之間所有互連點的系統性能和成本。Samtec 在全球擁有 40 多個分支機搆，產品銷往超過 125 個不同國家，其足跡遍佈全球，能夠提供無與倫比的客戶服務。若需了解更多資訊，請訪問 http://www.samtec.com。
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